
お客様各位

■主な出展内容
温度で色が変わる インキによる、さまざ
まな温度インジケーターをご紹介。
　・印刷加工品
　　ラベル類、紙、樹脂製カード等。
　　熱転写プリンターによる  『熱転写リ
　　ボン』をご紹介。
　・塗装加工品
　　プラスチック成型品や各種金属製品。
　・樹脂練り込み品
　　射出成形用ペレットへの着色材として配合。

上記以外に、各種セラミックス加工品をご紹介。
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CAE ゾーン

試験･計測機器/
センサ フェア

3D CG フェア設計･製造アウトソーシング 
ゾーン

バリ取り･表面仕上げ フェア

SCM･ERP･生産管理システム ゾーン

3次元デジタイザ フェア

ラピッドプロトタイピング･3Dプリンタ ゾーン

ねじ･締結技術フェア

機械材料･加工技術フェア

微細･超精密加工フェア

技術伝承･技術者
教育ゾーン

3Dディスプレイ フェアCAD & PLM/PDM ゾーン

図面管理･文書管理ゾーン 3次元測定ゾーン

モータ フェア

モーション技術フェア

工具フェア

表面処理･改質フェア

油空圧機器フェア

[工場･事業所向け] 省エネ･CO2削減ゾーンCAM ゾーン

機構部品･関連製品フェア

次世代映像･放送技術
フェア

3D地図･
GISフェア

知的財産･技術戦略支援
ゾーン

医療機器 開発･製造技術EXPO

洗浄フェア

ばねフェア

部品供給･
検査フェア

大物･厚物加工フェア

会 期：2010年6月23日(水)～25日(金) 　　　　
会 場：東京ビッグサイト
主 催：リード エグジビション ジャパン(株)　　

東2ホール出入口
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東1ホール出入口
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※全体レイアウト、フェア・ゾーン線は
　若干変更になる可能性がございます。

会場レイアウト図（予定）

東3ホール出入口

■出展日程

３４－４２

東６ホール
微細／超精密加工フェア・ゾーン

小間No.３４－４２

⇒

東６ホール出入口方面

東６ホール

■出展ブース案内図

展示会について詳しくは、開催案内　http://www.mtech-tokyo.jp/

■交通案内
[ 最寄り駅 ] ■ゆりかもめ「 国際展示場正門 」 駅下車 徒歩約 3分
　　　　　 ■りんかい線「 国際展示場 」駅下車 徒歩約 7分

第１４回「機械要素技術展」M-Tech 出展のご案内

平成２２年６月吉日

西展示棟

　拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるお引き立てを
賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度弊社は、リードエグジビジョンジャパン株式会社主催「第１４回機械要素技術展」
に出展する運びとなりました。
パイロットコーポレーションブースでは、「押出セラミックスから広がる世界」をテーマに
微細孔セラミックス、高精度セラミックス、多孔セラミックス、装飾セラミックス、
医療セラミックスといった各種セラミックスをご紹介いたします。
また、こすると筆跡が消えるボールペン「フリクションボール」でお馴染みの、温度で色
が変わるインキを応用展開した温度インジケーターのご紹介をいたします。
ご多様中恐縮ではございますが、是非この機会にご来場賜りますよう宜しくお願い申し上
げます。             　　

 敬具


